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摘要(译)

一种有机电致发光装置封装结构及其制作方法、显示装置。该有机电致
发光装置封装结构包括：衬底基板；设置在衬底基板上的有机电致发光
单元；以及设置在有机电致发光单元上的第一无机保护层，其中第一无
机保护层中设置有沿厚度方向贯穿第一无机保护层的第一开口，第一开
口中填充有第一有机材料。因此，在整个封装结构受力弯曲时，可以减
小第一无机保护层发生断裂的可能性，从而增加了有机电致发光装置的
弯折性能。
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